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半导体行业点评报告 2020 年 03 月 08 日 

[Table_Title] 信越硅片提价，全球半导体景气度持续

攀升 
 

[Table_Summary] 事件： 

全球第一大半导体硅片厂商信越化学在官网发布公告，宣布从 4 月起

对其所有硅产品的销售价格提高 10%-20%。 

点评： 

 半导体高景气度，硅片市场进入涨价周期 

信越化学此次涨价是继 2018 年后三年来的首次提价，主要受中国市

场强劲的需求增长以及生产成本上升所致。半导体硅片市场一般采取

全球定价策略，由国际龙头厂商率先定价，国内硅片厂商再相继跟随。

我们在此前发布的《从硅片角度看，半导体供需差及景气度几何》提

到目前国内仅部分 6 寸硅片涨价，伴随行业高景气度，其他尺寸有望

于今年一季度提价。在此次信越化学旗下硅产品全面涨价后，我们预

计其他硅片厂商将会相继跟随，从而带动全球硅片市场进入涨价潮。 

 供需缺口持续，产业链传导半导体有望二次提价 

据 SUMCO 年报预测，21Q1 由逻辑芯片带动的 12 寸大硅片将持续

供不应求，而因汽车电子等应用快速增长导致 8寸硅片也将持续短缺。

需求结构来看，SUMCO 数据显示，全球手机、服务器、汽车电子的

硅片年用量分别为 130 万片、96 万片、89 万片，约占全球 12 寸硅片

产能的 20%、15%、14%。手机、服务器、汽车是半导体增量市场主

要驱动力。因此自 2020 年下半年以来全球晶圆代工市场产能持续供

不应求，拉动半导体硅片需求大增。而相较于需求端的激增，半导体

硅片供给端增长缓慢，据 SEMI 数据显示 2020 年全球半导体硅片出

货面积同比增长 2.4%，2021 年将达到 5%。 

半导体硅片作为半导体上游关键原材料，我们预计此次涨价将传导至

整个半导体产业链，下游厂商有望提价以转移成本压力。自 2020 年

下半年以来，全球晶圆代工大厂已纷纷开始第一轮涨价潮。我们预计

此次上游硅片厂商的全面涨价将使得晶圆代工厂商制造成本有所提

高，有望开启第二轮涨价潮。 

 硅片是前瞻指引信号，半导体启动超级景气度大周期 

硅片是半导体最上游核心材料，硅片市场供需变动影响全球范围内的

主要半导体产品的成本及供需。硅片是能够反应半导体全行业景气度

的核心领先性指标。我们认为半导体超级景气度大周期启动，这是一

轮终端真实需求驱动的大周期，而非库存驱动的小周期。 

投资建议 

下游市场需求爆发带动硅片市场进入景气度上行周期，细分龙头厂商

有望优先受益。主要硅片细分龙头包括立昂微、沪硅产业、中环股份

等。另外硅片市场高景气度，指引半导体全行业旺盛需求，半导体超

级大周期启动，建议关注半导体细分龙头厂商。 

计算芯片：晶晨股份、全志科技、寒武纪、瑞芯微、富瀚微、中颖电

子 

连接芯片：乐鑫科技、博通集成、澜起科技、恒玄科技、卓胜微 

传感芯片：韦尔股份、汇顶科技、敏芯股份 
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存储芯片：兆易创新、北京君正、聚辰股份 

模拟芯片：圣邦股份、思瑞浦、晶丰明源、芯朋微、芯海科技 

功率器件：斯达半导、华润微、新洁能、闻泰科技、扬杰科技、捷捷

微电、士兰微 

晶圆代工：中芯国际、华虹半导体 

设    备：北方华创、中微公司、华峰测控、精测电子、芯源微、盛

美半导体 

材    料：雅克科技、立昂微、中环股份、沪硅产业、晶瑞股份、菲

利华、安集科技、金宏气体、鼎龙股份 

封装测试：华天科技、长电科技、通富微电、晶方科技 

风险提示 

（1）半导体行业景气度不及预期；（2）下游需求发展不及预期； 

（3）产能利用率不及预期。 
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图 1：汽车端硅片需求预测（200mm） 

 

资料来源：SUMCO，国元证券研究中心 

 

图 2：汽车端硅片需求预测 

 

资料来源：SUMCO，国元证券研究中心 
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图 3：智能手机端硅片需求预测（300mm） 

 

资料来源：SUMCO，国元证券研究中心 

 



  

  

 

 

 


